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69 Verfahren zum Gravieren von Gravurzylindern.

@ Ein Gravurzylinder (20) wird graviert, indem eine Teile (66) frei, die ungefihr den genannten freigelegten
Schicht eines Resists (14) auf dem Gravurzylinder Flachen entsprechen.

(20) abgelagert wird, ein Muster aus ersten und zweiten Mit den Verfahren kann viel schneller und mit einer

Flachen in der Resistschicht (14) gebildet wird, und eine héheren Auflésung graviert werden, was die Kosten fir

gentgende Menge mindestens eines wandbildenden Ma- das Gravieren reduziert.

terials aus einem Metall oder einer Metalllegierung auf frei
gelegte Flachen des Gravurzylinders aufgetragen wird. Mit
dem aufgetragenen Material werden Winde (22) gebildet,
welche fahig sind, eine geniigende Menge von Druckfarbe
und/oder Druckerschwérze zu halten, um auf einem Me-
dium eine Abbildung zu bilden.

Alternativ wird ein Gravurzylinder (70) durch Umkehr-
plattierung graviert, indem folgende Schritte durchgefihrt
werden: Ablagern einer Schicht eines wandbildenden Ma-
terials (62) aus einem Metall oder einer Metalllegierung auf e
dem Gravurzylinder, Auftragen einer Resistschicht (64) auf 22 22
der Schicht aus wandbildendem Material (62); Bilden eines
Musters aus ersten und zweiten Flachen in der Resist- \
schicht; Entfernen der ersten Flachen um freigelegte Fla-
chen der Schicht des genannten wandbildenden Materials
zu erzeugen; Entfernen eines Teils der Schicht aus wand- U~
bildendem Material angrenzend an die freigelegten Fla-
chen, bis eine unter dem wandbildenden Material liegende
Schicht (12) freigelegt ist. Letztere Schicht dient als
Atz-Stopp, und der entfernte Teil des Gravurzylinders legt
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Beschreibung
Technisches Gebiet

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Gravieren von Gravurzylindern. Im Speziellen
benutzt die vorliegende Erfindung eine neue Kombi-
nation des Abbildens und Plattierens, um gew(insch-
te Text- und/oder Bildermuster auf Gravurzylindern
zu erzeugen, die dem Tiefdruck dienen.

Stand der Technik

Zurzeit ist die Technologie des Druckens mit Gra-
vurzylindern fir qualitativ hoch stehende Druckan-
wendungen mit grossen Mengen weit verbreitet in
der Druckindustrie. Beim Drucken mit Gravurzylin-
dern wird eine Druckpresse eingesetzt, welche mit
ein oder mehreren Gravurzylindern bestlickt ist, die
alle mit einer Text- und/oder Bilder-Gravur versehen
sind. Die Gravurzylinder wurden mit einem Gravur-
kopf einer Maschine, wie z.B. einem Helio-Klischo-
graf, graviert, die von der Firma Dr. Ing. Rudolf Hell
GmbH hergestellt werden. Der Gravurkopf des He-
lio-Klischografen benutzt einen Diamantgriffel, um
kleine Vertiefungen, bekannt als Zellen, in die Ober-
flaiche des Gravurzylinders zu machen. Wahrend
des Vorgangs werden Zellen in Muster in den Gra-
vurzylinder eingraviert und formen so den Text
und/oder Bilder, welche gedruckt werden sollen. Ist
einmal ein Gravurzylinder wie gewlinscht graviert,
wird er in die Druckpresse geladen. Um zu drucken,
wird die dussere Oberfliche des Zylinders mit Dru-
ckerfarbe und/oder Druckerschwarze bedeckt. Die
Uberschiissige Druckerfarbe und/oder Drucker-
schwérze, d.h. Druckerfarbe, welche nicht durch die
Zellen zurlickbehalten wird, wird mit einer Rakel
(Doctor Blade) entfernt, um zu verhindern, dass Dru-
ckerfarbe und/oder Druckerschwirze auf eine Flache
kommt, die dazu bestimmt war, nicht bedruckt zu
werden.

Obwohl Verbesserungen im Drucken mit Gravur-
zylindern winschenswert wéaren, werden Verbesse-
rungen im Druckverfahren mit Gravurzylinder leider
durch die zurzeit limitierten Méglichkeiten zur schnel-
len Herstellung von Gravurzylindern signifikant be-
schrankt. Die heutigen Methoden, um Gravurzylinder
zu gravieren, z.B. wie oben erwdhnt mit der Verwen-
dung eines Helio-Klischografen, sind relativ langsam
und zeitaufwéndig. Ausserdem braucht es eine hé-
here Auflésung, um eine hohere Druckqualitit zu er-
reichen. Um eine hohere Aufldsung (Zelldichte) mit
dem Helio-Klischografen zu erreichen, braucht es lei-
der umso mehr Zeit, um den Gravurzylinder mit den
zusétzlichen Zellen voll zu gravieren. Des Weitern,
auch wenn der Graveur (ber den Luxus von Zeit
verfagt, bleibt die Zelldichte beschrankt durch die der
Technik des Helio-Klischografen innewohnenden me-
chanischen Aspekte, welche voraussetzten, dass die
Maschine die Grosse der Zellen und ihre Zwischen-
rdume kontrolliert, wahrend der Gravurgriffel Gber die
Oberflache des Gravurzylinders bewegt wird. Dem-
entsprechend wére es wilnschenswert, wenn es
moglich ware, die Gravurzylinder viel schneller gra-
vieren zu kénnen. Es wéare ebenso winschenswert,
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Gravurzylinder mit einer viel héheren Aufldsung gra-
vieren zu konnen, als heutige Methoden es praktisch
erlauben. Ausserdem ware es winschenswert, Gra-
vurzylinder mit einer hohen Auflésung gravieren zu
konnen, ohne dafiir signifikant an Geschwindigkeit
einblissen zu missen.

Darstellung der Erfindung

Die vorliegende Erfindung Uberwindet die be-
schriebenen Limitationen von mechanisch gravierten
Gravurzylindern, indem Verfahren zur Gravierung
von Gravurzylindern verwendet werden, welche viel
schneller bei einer héheren Auflésung gravieren, und
gleichzeitig die Gravierungskosten senken.

Der Gegenstande der vorliegenden Erfindung ent-
sprechen den im Anspruchsteil angegebenen Defini-
tionen.

Die hier beschriebenen Ausfiihrungsvarianten ver-
wenden einen Resist, welcher sich auf der Oberfla-
che des Gravurzylinders befindet. Der Resist besitzt
die Fahigkeit, dass er physikalisch und/oder che-
misch verdndert werden kann, wenn er einer Form
von actinischer Energie ausgesetzt (belichtet) wird,
wie z.B. einem Laserstrahl. Die der actinischen Ener-
gie ausgesetzten Flachen des Resist erlauben einem
Material, wie z.B. Chrom, auf die Oberfliche des
Gravurzylinders plattiert (in diesem Fall also ver-
chromt) zu werden, um Waénde zu bilden, welche
Zellen zwischen sich definieren. In Gebrauch bein-
halten die Zellen Druckerfarbe oder Druckerschwar-
ze, um das gewiinschte Text- und/oder Bildermuster
zu drucken.

Eine Ausfiihrungsvariante der vorliegenden Erfin-
dung benutzt ein Verfahren zum Plattieren (d.h. gal-
vanisch bzw. elektrochemisch Beschichten). In dieser
Ausfuhrungsvariante ist das Substrat des Gravur-
zylinders mit einer diinnen Schicht eines thermisch
empfindlichen, elekirisch isolierenden Resists bezo-
gen. Teile der Abdeckschicht werden einem Laser
ausgesetzt, welcher im Resist Muster entsprechend
dem Text und/oder den Bildern bildet, welche end-
gliltig abgebildet werden sollen. Entweder die dem
Laser ausgesetzten oder die nicht dem Laser ausge-
setzten Teile des Resists werden entfernt, abhéngig
davon, ob ein positiver oder negativer Resist ver-
wendet wurde. Die entfernten Teile des Resist legen
eine &ussere Nickeloberflaiche des Gravurzylinders
frei. Der Zylinder wird dann in ein galvanisches (d.h.
elektrochemisches) Bad gelegt. Ein elektrischer
Strom wird zwischen einer Elektrode, welche Chrom
enthélt, und dem Gravurzylinder angelegt, was dazu
fihrt, dass Chrom auf die elektrisch leitenden Teilen
der Oberflaiche des Gravurzylinders plattiert wird.
D.h. das Chrom wird von den offen gelegten Flachen
der Nickeloberflache auf dem Gravurzylinder angezo-
gen und bleibt an diesen Flachen haften, jedoch
nicht auf den Fidchen, welche immer noch bedeckt
sind mit dem elektrisch isolierenden Resist. Die Men-
ge des plattierten Chroms auf den offen gelegten
Teilen der Oberfliche des Gravurzylinders wird
durch die Regulierung der Menge und der Dauer des
elektrischen Stroms bestimmt, welcher durch das
galvanische Bad fliesst. Das plattiete Chrom auf
dem Gravurzylinder wird, um die Chromwéande zu
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bilden, bis zur gewinschten Dicke plattiert, welche
Waénde die Zellen zwischen sich definieren.

Eine andere Ausflhrungsvariante der vorliegenden
Erfindung benutzt ein Verfahren zum galvanoplasti-
schen Plattieren. In dieser Ausfihrungsvariante ist
das Substrat des Gravurzylinders mit einer dicken
Schicht einem thermisch empfindlichen, elektrisch
isolierenden Resist bezogen. Die Dicke des Resists
ist genGgend, um in Kontakt zu bleiben mit den
Chromwanden, wenn diese aufplattiet werden auf
den Gravurzylinder. In dieser Ausfilhrungsvariante
wird ein kegelférmiger Laserstrahl verwendet, um im
Wesentlichen trapezoidférmige Flachen in der Ab-
deckschicht zu erzeugen. Wie im weiter oben zitier-
ten Verfahren wird die Resistschicht einem Laser
ausgesetzt, welcher die Muster mit dem entspre-
chenden, endgiiltig gewiinschten Text und/oder Bil-
der erzeugt. Die dem Laser ausgesetzten Teile des
Resists werden entfernt, womit die aussere Nickel-
oberflache des Gravurzylinders freigelegt wird. Der
Zylinder wird dann in ein galvanisches (d.h. elektro-
chemisches) Bad gelegt. Ein elektrischer Strom wird
zwischen einer Elektrode, welche Chrom enthalt, und
dem Gravurzylinder angelegt, was dazu fuhrt, dass
Chrom auf die elektrisch leitenden Teilen der Ober-
fliche des Gravurzylinders plattiert wird. Das plattier-
te Chrom auf dem Gravurzylinder wird bis zur ge-
winschten Dicke aufplattiert, um die Chromwéande
zu bilden. Der Ubrige Resist wird dann entfernt. um
das gewinschte Muster der Zellen freizulegen.

Noch eine andere Ausfiihrungsvariante benutzt ein
umgekehrtes Plattierverfahren. In dieser Ausfih-
rungsvariante wird das Substrat des Gravurzylinders
in ein galvanisches (d.h. elektrochemisches) Bad ge-
legt. Ein elektrischer Strom bewirkt, dass der Zylin-
der mit Chrom bis zu einer gewiinschten Dicke auf
den Zylinder plattiert wird. Das Chrom bildet eine
plattierte Chromschicht. Als Néachstes wird eine din-
ne Schicht eines thermisch empfindlichen, elektrisch
isolierenden Resists Uber der plattieten Chrom-
schicht aufgetragen. Teile der Abdeckschicht werden
einem Laser ausgesetzt, welcher die Muster im Re-
sist erzeugt, die dem endglltig gewilnschten Text
und/oder Bildern entspricht. Entweder die dem Laser
ausgesetzten oder die nicht dem Laser ausgesetzten
Teile des Resists werden entfernt, abhangig davon,
ob ein positiver oder negativer Resist verwendet
wurde. Die entfernten Teile des Resists legen die
plattierte Chromschicht frei. Der Zylinder wird dann
wieder in ein galvanisches Bad gelegt, wobei der
elektrische Strom jedoch umgekehrt wird und das
Chrom von der plattierten Schicht entfernt wird, wel-
ches Chrom sich wieder an der Chrom enthaltenden
Elekirode anlegt. Die Menge des elektrischen
Stroms, der zwischen der Chrom enthaltenden Elekt-
rode und der Chrom enthaltenden Schicht des Zylin-
ders verlauft, wird sorgfaltig kontrolliert, um die kor-
rekte Menge Chrom zu entfernen. Als Alternative
dazu kann das Chrom so lange entfernt werden, bis
die darunter liegende Nickelschicht des Gravurzylin-
ders freigelegt ist, wobei die Nickelschicht als
Atz-Stopp dient, welcher ein zusatzliches Atzen in
den Gravurzylinder hinein verhindert. Die Wirksam-
keit des Atz-Stopps kann durch eine elektrochemi-
sche Beschichtung der Nickelschicht mit einer
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Schicht Edelmetall, wie z.B. Rhodium oder Gold, zu-
satzlich erhdht werden. Das Edelmetall neigt weniger
dazu, durch den umgekehrten Plattierstrom angegrif-
fen zu werden.

Bei allen Verfahren missen die Wande nach dem
Druck wieder entfernt werden. Dies kann dadurch er-
reicht werden, dass der Zylinder in ein galvanisches
(d.h. elektrochemisches) Bad gelegt wird und durch
umgekehrtes Plattieren das Chrom der Wande wie-
der an der Plattierelektrode angelagert wird, wobei
die zur Chromschicht verschiedene darunter liegende
Schicht, z.B. Nickel, als Atz-Stopp dient. Die Entfer-
nung der Wande kann auch durch andere Atzmetho-
den erreicht werden, insbesondere durch Plasma-
atzen, wobei die darunter liegende Schicht als
Atz-Stopp dienen kann. Die Wande kénnen auch
durch Abschleifen oder andere Bearbeitungsmetho-
den entfernt werden.

Die vorliegende Erfindung lost eine Menge Proble-
me und bietet signifikante Vorteile, verglichen mit be-
stehenden mechanischen Graviermethoden. Z.B.
wenn ein kommerziell erhaltlicher Lasergravurkopf
mit einem 830 nm (Nanometer) Infrarotlaser (thermi-
scher Laser), wie z.B. solche die im Trendsetter Sys-
tem der Firma Creo Corporation, 3700 Gilmore Way,
Burnaby, British Columbia, Kanada erhaitlich sind,
verwendet wird, dann kann der Resist weit schneller
als mit den kommerziell erhiltlichen mechanischen
Gravurképfen gemustert werden. Der thermische La-
ser kann den Resist etwa 30-mal schneller belichten
und mustern, als dies mit einem Standardgravurkopf
méglich wére, der in einem Helio-Klischografen ver-
wendet wird. Ausserdem koénnen einer oder mehrere
thermische Laserkdpfe an Stelle eines Kopfes mit ei-
nem Diamantgravurgriffel auf einem vorhandenen
Helio-Klischografen aufgesetzt werden. Diese enor-
me Steigerung in der Geschwindigkeit verandert die
Druckqualitét nicht negativ. Tatsachlich wird dagegen
mit der vorliegenden Erfindung eine signifikant hohe-
re Auflésung erreicht. Zudem ist die héhere Aufio-
sung beinahe unabhéngig von der Geschwindigkeit,
mit welcher der Zylinder graviert wird. Dies erlaubt
der vorliegenden Erfindung, die Limitationen der her-
kémmlichen Graviersysteme zu (berwinden, d.h. die
Limitation, dass eine héhere Druckauflésung auch
eine héhere Zeit beanspruchte, die dazu verwendet
werden musste, um die gewinschten Muster auf
dem Gravurzylinder zu bilden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Andere Objekte und Vorteile der Beschreibung
werden ersichtlich werden bei der Lektire der fol-
genden detaillierten Beschreibung in Zusammenhang
mit den Zeichnungen.

Fig. 1 ist eine zweidimensionale Seitenansicht
eines Teils von einem Gravurzylinder. Die Figur zeigt
einen gemusterten Resist, wobei einige Flichen des
gemusterten Resists von dem genannten Gravurzy-
linder entsprechend dem Verfahren und der Vorrich-
tung zum Plattieren (d.h. galvanisch bzw. elektroche-
misch Beschichten) entfernt wurden, um Teile des
Gravurzylinders freizulegen.

Fig. 2 ist eine zweidimensionale Seitenansicht
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eines Teils des Gravurzylinders von Fig. 1 und zeigt
das aufplattierte Chrom, das die Wande bildet, wel-
che eine Zelle definieren.

Fig. 3 ist eine zweidimensionale Seitenansicht
eines Teils von einem Gravurzylinder und zeigt den
gemusterten Resist, wobei einige Flachen des ge-
musterten Resists entsprechend dem Verfahren und
der Vorrichtung zum galvanoplastisch hergestellten
Aufplattieren entfernt wurden.

Fig. 4 ist eine zweidimensionale Seitenansicht
eines Teils des Gravurzylinders von Fig. 3 und zeigt
das aufplattiete Chrom zuoberst auf dem Resist vor
der Entfernung des Resists.

Fig. 5 ist eine zweidimensionale Seitenansicht
eines Teils des Gravurzylinders von Fig. 3 und zeigt
die Chromwénde anschliessend an das Entfernen
des Resists.

Fig. 6 ist eine zweidimensionale Seitenansicht
eines Teils von einem Gravurzylinder und zeigt die
plattierte Chromschicht unter einem gemusterten Re-
sist, wobei einige Flachen des Resists gemiss dem
umgekehrten Plattierverfahren und -vorrichtung ent-
fernt wurden.

Fig. 7 ist eine zweidimensionale Seitenansicht
eines Teils des Gravurzylinders von Fig. 6 und zeigt
die plattierte Chromschicht, welche unter dem ge-
musterten Resist teilweise entfernt wurde.

Wege zur Ausfihrung der Erfindung

Da die Erfindung auf verschiedene Modifikationen
und alternative Formen anfallig ist, werden eine An-
zahl spezieller Ausfiihrungsvarianten davon als Bei-
spiele in den Zeichnungen gezeigt und werden hier
detailliert beschrieben. Es sollte jedoch klar sein,
dass damit nicht beabsichtigt wird, die Erfindung auf
eine bestimmte offenbarte Form einzuschranken. Im
Gegenteil wird damit beabsichtigt, alle Modifikatio-
nen, Aquivalente und Alternativen abzudecken, wel-
che in den Umfang und Rahmen der Erfindung fal-
len, wie er in den angefiigten Anspriichen definiert
wird.

Die vorliegende Erfindung mustert den Resist viel
schneller als kommerziell erhiltliche mechanische
Gravurkopfe, wobei die Erfindung eine Form actini-
scher Energie, wie z.B. fokussiertes sichtbares Licht,
ein Elektronenstrahl oder ein Laserstrahl, verwendet,
um den Resist zu verandem, z.B. chemisch, physi-
kalisch oder durch Entfemung oder Vernichtung, d.h.
der Resist wird in einem Schritt verandert und ent-
fernt, indem der in einem Schritt dieser Form von
actinischer Energie ausgesetzt wird. Ein kommerziell
erhaltlicher Lasergravurkopf, welcher einen 830 nm
(Nanometer) kegelformigen Infrarotlaser (thermischer
Laser) besitzt, ist im Trendsetter System der Firma
Creo Corporation, 3700 Gilmore Way, Burnaby, Bri-
tish Columbia, Canada erhaltlich. Laserthermisches
Abbilden kann far das Plattierverfahren, das galvano-
plastische Plattierverfahren und das umgekehrte
Plattierverfahren, welche Verfahren hier beschrieben
wurden, verwendet werden, um dem Laserstrahl
ausgesetzte (belichtete) und dem Laserstrahl nicht
ausgesetzte (unbelichtete) Flachen in der Abdeck-
schicht zu bewirken. Als Alternative dazu kénnen an-
dere Verfahren oder Kombinationen von Verfahren
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dazu benutzt werden, der actinischen Energie aus-
gesetzte und nicht ausgesetzte Flachen zu erzeu-
gen, abhéngig davon, welcher Resist verwendet wur-
de, wie z.B. jede Art von actinischer Energie, insbe-
sondere Teilchenstrahlen, elektromagnetische Strah-
lung und Infrarotlaserstrahlen.

Die drei Verfahren kénnen so aufgebaut sein,
dass sie mit Ballard-Shell-Technologie verwendet
werden kénnen, was erméglicht, mechanische Mittel
zu verwenden, um den Gravurzylinder vom alten Bild
freizumachen, um ein anderes Bild zu bilden.

Es werden jetzt die Plattiervorrichtung und das
Plattierverfahren bezogen auf Fig. 1 und 2 beschrie-
ben. Fig. 1 illustriert spezifischer einen Teil von ei-
nem teilweise gemusterten oder entwickelten Gravur-
zylinder 10. Nur ein Teil der dusseren Oberflache 12
eines Gravurzylinder 10 wird gezeigt. In einer Aus-
fuhrungsvariante ist der Teil der dusseren Oberflache
12 des Gravurzylinders 10 aus Nickel gemacht, ob-
wohl auch ein anderes Material wie z.B. Kupfer ver-
wendet werden kann. Die Oberflaiche des Gravurzy-
linders 10 ist mit einem thermisch empfindlichen,
elektrisch isolierenden Resist 14 beschichtet. Ge-
mass der vorliegenden, hier beschriebenen Erfindung
kann jedes zweckmassige Verfahren zum Anbringen
des Resists verwendet werden. Zum Beispiel kann
der Resist auf den Zylinder gespriht werden, oder
durch Beschichtung mit Eintauchen oder Spritzen an-
gebracht werden. Der Resist 14 wird in einer Dicke
von etwa 1 um (Mikrometer) aufgetragen, um genii-
gend elektrische Isolation zu erzeugen. Der Resist 14
wird in hoher Aufidsung gemustert (das Muster dar-
auf abgebildet). Z.B. mit einer Auflbsung von 2540
dpi (dots per inch) und mit z.B. einem thermischen
Laser (nicht dargestellt). Dies wird erreicht, indem
gemass dem gewiinschten Text- und/oder Bildermus-
ter einige Flachen des Resists z.B. einem Laser aus-
gesetzt werden, andere Flichen jedoch nicht. Die
Anwendung des Lasers kann direkt die Entfernung
des Resist bewirken oder der Resist kann chemisch,
mechanisch oder auf andere Art entfernt werden.
Entweder die dem Laser ausgesetzten oder die nicht
dem Laser ausgesetzten Flachen werden entfernt,
aber nicht beide. Ob die dem Laser ausgesetzten
oder die nicht dem Laser ausgesetzten Flachen ent-
fernt werden, ist davon abhangig, ob ein positiver
oder negativer Resist verwendet wird und welches
Verfahren benutzt wird. Der Resist wird in Fig. 1 ge-
zeigt, wobei einige Flachen entfernt wurden, wahrend
andere Flachen auf dem Nickelsubstrat 12 verblei-
ben. Der Resist 14 ist also der verbleibende Resist.
Auf den Resist 14, wie er in Fig. 1 illustriert wird,
wird sich als gemustert oder entwickelt bezogen.

In Fig. 2 wird ein gravierter Gravurzylinder gezeigt.
Der Gravurzylinder 10, welcher in Fig. 1 gezeigt
wird, wurde gemustert und in ein galvanisches
Chrombad gelegt (nicht dargestellt). Im galvanischen
Bad wird ein elektrischer Strom zwischen der Chrom
enthaltenden Elektrode und den dem Laser ausge-
setzten Flachen des Gravurzylinders 10 angelegt,
um die Chromwande 22 zu bilden. Durch Mittel, wel-
che dem relevanten Fachmann bekannt sind, wird
das Chrom von dem leitenden, dem Laser ausge-
setzten Nickel auf dem Gravurzylinder 20 angezo-
gen, wodurch selektiv Chrom auf den Zylinder plat-
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tiert wird, um einen fertigen Gravurzylinder 20 zu er-
zeugen. Falls gewlnscht, kann der (brige Resist
chemisch, mechanisch oder anderweitig entfernt wer-
den, wie z.B. durch ein Losungsmittel in einer auf
Losungsmittel basierenden Druckerschwarze oder
Druckerfarbe, wie z.B. Steinkohlenteerdl. Die Be-
schrankungen, welche durch die dicken Resists ge-
geben sind, erzeugen die im Wesentlichen trapezoid-
térmigen Chrom-Wénde 22, wie sie in Fig. 2 gezeigt
werden. Die Flachen zwischen den Chromwanden
bilden die Zellen 26, welche die Druckerschwarze
oder die Druckerfarbe fir das Drucken der ge-
wlnschten Text-und/oder Bildermuster halt. In Ab-
hangigkeit von der bestimmten, gewinschten Druck-
anwendung wird eine mogliche, physikalische
Schwéche zwischen den Chrombasisteilen 24 der
Chromwande 22 und dem Nickelsubstrat 12 durch
das galvanoplastische Plattierverfahren vermindert,
welches weiter unten beschrieben wird.

Bezogen jetzt auf Fig. 3, 4 und 5, dort wird ein
Verfahren zum galvanoplastischen Plattieren be-
schrieben. Fig. 3 illustriert spezifischer einen Teil ei-
nes teilweise gemusterten oder entwickelten Gravur-
zylinders 30. Nur ein Teil der dusseren Oberflache
12 des Gravurzylinders 30 wird gezeigt. In einer Aus-
fihrungsvariante ist ein Teil der dusseren Oberflache
12 des Gravurzylinders 30 aus Nickel hergestelit, ob-
wohl auch andere Materialien wie z.B. Kupfer benutzt
werden konnen. Die Oberfliche des Gravurzylinders
30 ist mit einer dicken Schicht eines thermisch emp-
findlichen, elektrisch isolierenden Resists 34 be-
schichtet. Der Resist 34 wird mit einer Dicke ge-
macht, die grdsser oder gleich der gewlnschten
Hohe der zu bildenden Chromwande ist. Natdrlich
wird man erkennen, dass auch dickere Schichten des
Resists im Wesentlichen den gleichen Begrenzungs-
effekt auf das plattiete Chrom bewirken. Der Resist
34 wird in hoher Aufldsung gemustert (das Muster
darauf abgebildet). Z.B. mit einer Aufldsung von 2540
dpi (dots per inch) und mit z.B. dem 830 nm kegel-
formige Infrarotlaser (thermischen Laser), wie oben
beschrieben. Dies wird erreicht, indem vordefinierte
Flachen des Resists 34 belichtet (d.h. einer Form
von actinischer Energie ausgesetzt) werden, z.B. ei-
nem Laserstrahl. Ein defokussierter (kegelférmiger,
konischer) Laser wird die belichteten Flichen 36 er-
zeugen, welche im Wesentlichen ein trapezoidférmi-
ges Profil aufweisen, wie es in Fig. 3 illustriert ist.
Fig. 3 zeigt die belichteten Flichen des Resists 36,
wie sie entfernt sind, wahrend die unbelichteten Fla-
chen des Resists 34 an der dusseren Oberflache 12
des Gravurzylinders 30 haften bleiben.

Bezogen jetzt auf Fig. 4 wird der Gravurzylinder,
wie in Fig. 3 beschrieben, in ein galvanisches
Chrombad gelegt, wie es oben beschrieben wurde.
In dem galvanischen Bad wird ein elektrischer Strom
zwischen einer Chrom enthaltenden Elektrode und
den unbedeckten elektrisch leitenden Flachen 42
des Gravurzylinders 40, welche den belichteten Fla-
chen 36 des Resist 34 von Fig. 3 entsprechen, an-
gelegt, um die Chromwande 44 zu bilden. Indem
man die Menge und die Dauer des durch die Chrom
enthaltende Elekirode fliessenden Stroms genau
kontrolliert, kann die Menge des auf dem Gravur-
zylinder 12 plattierten Chroms préazise kontrolliert

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

werden. Die Begrenzungen, wie sie durch den di-
cken Resist gegeben werden, erzeugen Chromwan-
de, welche im Wesentlichen trapezoidférmig sind,
wie es in Fig. 4 gezeigt wird. Das Chrom wird auf-
plattiert, indem der Resist als Fiihrung benutzt wird,
um eine weite, stabile Basis zu bilden. In Abhangig-
keit von der speziellen, gewiinschten Druckanwen-
dung wird die Mdglichkeit einer méglichen physikali-
schen Schwéiche zwischen dem Chrombasisteil 42
der Chromwande 44 und dem Nickelsubstrat 12 des
Gravurzylinders 40 durch das galvanoplastische Plat-
tierverfahren vermindert. Der verbleibende Resist
wird chemisch, mechanisch oder anderweitig ent-
fernt, um die offenen Zellen 52 zu bilden, wie sie in
Fig. 5 illustriert sind. Fig. 5 illustriert den fertig ge-
stellten Gravurzylinder 50, welcher mit dem galvano-
plastischen Plattierverfahren der vorliegenden Erfin-
dung hergestelit wurde.

Bezogen jetzt auf Fig. 6 und 7 ist ein umgekehrtes
Plattierverfahren beschrieben. Fig. 6 illustriert spezifi-
scher einen Teil des teilweise gemusterten oder ent-
wickelten Gravurzylinders 60. In einer Ausfihrungs-
variante ist ein Teil der dusseren Oberflache 12 des
Gravurzylinders 60 aus Nickel hergestellt, obwohl
auch andere Materialien, wie z.B. Kupfer benutzt
werden koénnen. Eine Chromschicht 62 wird auf die
Oberflache des Gravurzylinders 60 in einem galvani-
schen Bad zur endgiitigen, gewiinschten Dicke plat-
tiert, wie es oben beschrieben ist. Eine diinne
Schicht eines thermisch empfindlichen, elektrisch iso-
lierenden Resists 64 wird (ber die Chromschicht 62
gelegt. Der Resist 64 wird in hoher Auflésung ge-
mustert (das Muster darauf abgebildet), z.B. mit einer
Aufldsung von 2540 dpi (dots per inch) und mit z.B.
dem 830 nm kegelfdrmigen Infrarotlaser (thermischen
Laser), wie oben beschrieben. Dies wird erreicht, in-
dem vordefinierte Flachen des Resists belichtet (d.h.
einer Form von actinischer Energie ausgesetzt) wer-
den, z.B. einem Laser, jedoch andere Flichen ent-
sprechend dem gewiinschten Text- und/oder Bilder-
muster nicht. Darauf werden entweder die belichteten
oder die unbelichteten Fiachen, jedoch nicht beide,
chemisch, mechanisch oder anderweitig entfernt. Ob
die belichteten Flachen oder die unbelichteten Fla-
chen entfernt werden, ist vom Typ des verwendeten
Resists und dem verwendeten Verfahren zur Entfer-
nung der Flachen abhangig. Es ist festzustellen, dass
der Resist 64 von der Art eines Resists sein kann,
welcher entfernt wird, oder vom Typ eines Resists,
welcher nicht entfernt wird. Auf dem Resist 64 ge-
mass Fig. 6 sind einige Flachen entfernt, wéihrend
andere auf dem Nickelsubstrat 12 verbleiben. Auf
diese Weise wird der Resist 64 auf dem Gravurzylin-
der 60 entwickelt oder gemustert.

Wendet man sich jetzt Fig. 7 zu, dort wird der Gra-
vurzylinder 70, nachdem der Resist 64 gemustert
wurde, in ein galvanisches Plattierbad gelegt, wie es
oben beschrieben ist. An diesem Punkt wird die Po-
laritdt des elektrischen Stroms umgekehrt, wodurch
das Chrom von den Flachen entfernt wird, von wel-
chen der Resist 64 entfernt wurde. Das Chrom kehrt
dabei wieder zur Chrom enthaltenden Elektrode zu-
rick. Dieser umgekehrte Plattierprozess unterhéhlt
den Resist, wobei im Wesentlichen trapezoidférmige
Flachen erzeugt werden, da die obere Chromschicht
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62 langere Zeit dem umgekehrten Plattierprozess
ausgesetzt ist als die tieferen Teile der Chromschicht
62. Als eine Alternative zum umgekehrten Plattieren
kann ein Atzprozess verwendet werden. Das unglei-
che Material des Substrates gewahrt prazise Zelltie-
fen, z.B. erzeugt Nickel einen soliden Atz-Stopp. Um-
gekehrtes Plattieren hat jedoch den Vorteil, dass es
far die Umwelt sauber ist und das wertvolle Chrom
zurickbehdlt. Das Entfernen des Resists 64 stellt
den Gravurzylinder 70 fertig, indem er offene Flachen
zuricklasst, um als Zellen 66 fiir das Halten der be-
nutzten Tinte zu dienen, welche die gewinschten
Text- und/oder Bildermuster drucken.

Nach dem Drucken werden die Text- und/oder Bil-
dermuster durch zusatzliches umgekehrtes Chrom-
plattieren entfernt. Der Zylinder ist damit bereits im
Chromplattierbad und bereit fir den nachsten Plat-
tiereinsatz.

In den drei hier beschriebenen Verfahren bilden
die resultierenden Zellen eine Oberfliche, welche
eine Rakel oder ein Abstreichmesser tragen kann.
Nachdem der Druckvorgang fertig ist, entfernt ein
Umkehrmplattieren (Plattieren vom Zylinder zurlick zur
Chromelektrode durch Umkehren der Polaritat) das
Chrom vom Zylinder und bereitet die Zylinderoberfla-
che fir ein neues Bild vor. Dies ist eine Alternative
zum Ballard-Shell-Verfahren. Der Gravurzylinder wird
zurtick in den Chromplattiertank gelegt, wie im weiter
oben beschriebenen Umkehrplattierverfahren, um
das Chrom zuriick zur Chromelektrode zu fihren.

Die vorliegende Erfindung bietet mehrere Vorteile
bezuglich des herkdmmlichen mechanischen Gravie-
rens. Die vorliegende Erfindung graviert einen Gra-
vurzylinder etwa 30-mal schneller als ein herkémmli-
cher Helio-Klischograf, wobei eine héhere Aufldsung
erreicht wird. Ausserdem bringt das Wegfallen des
Einrichtens des Diamantgriffels Einsparungen an Zeit
und Arbeit. Die vorliegende Erfindung wird nicht be-
einflusst durch Unterschiede in der mechanischen
Gravierbarkeit von Kupfer, da Kupfer nicht wie im
Helio-Klischografen mechanisch manipuliert wird. Da-
mit wird die Konsistenz verbessert.

Andere Materialien als Chrom und/oder Nickel
kénnen verwendet werden um die Aussere Oberfla-
che und/oder Wéande zu bilden. Zusatzlich kann auch
mehr als ein Material benutzt werden, um die Wande
zu bilden. Als Alternative konnen die Nickel- oder
Kupferwédnde mit z.B. einer Chrom- oder Chrom-
legierungsschicht fertig gestellt werden, um eine har-
te und dauerhafte Oberfliche abzugeben. Ebenso
kénnen alternative Plattierverfahren verwendet wer-
den, um die Materialschichten anzulagern und sie zu
entfernen. Diese alternativen Verfahren kénnen auch
Vakuumanlagerung, CVD (chemical vapor depositi-
on), Plasmaatzen und Schleifen umfassen.

Obwohl die vorliegende Erfindung in Bezug auf
eine oder mehrere bestimmte Ausflhrungsvariatio-
nen beschrieben wurde, wird der Fachmann auf dem
Gebiet erkennen, dass viele Anderungen gemacht
werden kénnen, ohne dass man sich vom Umfang
und dem Rahmen der vorliegenden in den Patentan-
sprichen definierten Erfindung entfernt. Es sollen
folglich fur die vorliegende Erfindung nur solche Ein-
schrankungen gelten, wie sie durch die folgenden
Anspriche angezeigt werden.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Gravieren eines Gravurzylinders,
gekennzeichnet durch: Ablagern einer Schicht eines
Resists auf einem Gravurzylinder; Bilden eines Mus-
ters aus ersten Flachen und zweiten Flachen in der
genannten Schicht eines Resists; und Ablagern einer
genigenden Menge von mindestens einem wandbil-
denden Material, ausgewédhlt aus der Gruppe von
Metallen und Metalllegierungen, auf freigelegten Fla-
chen des genannten Gravurzylinders, um mit dem
Material Wande zu bilden, weiche fahig sind, eine
gentgende Menge von Druckfarbe und/oder Dru-
ckerschwérze zu halten, um eine Abbildung auf ei-
nem Medium zu bilden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, welches ferner ei-
nen Schritt zum Entfernen eines verbleibenden Teils
vom genannten Resist umfasst, um die genannten
freigelegten Flachen des genannten Zylinders zu bil-
den.

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die genann-
ten Wande eine Mehrzahl von Zellen zwischen sich
definieren.

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das genann-
te Muster der ersten Flachen und der zweiten Fla-
chen dadurch gebildet wird, dass die ersten Flachen
und/oder die zweiten Flachen einem Laserstrahl aus-
gesetzt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das genann-
te Muster der ersten Flachen und der zweiten Fia-
chen dadurch gebildet wird, dass die ersten Flachen
oder die zweiten Flachen einer Form actinischer En-
ergie ausgesetzt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfah-
ren weiter einen Schritt zum Entfernen des genann-
ten wandbildenden Materials umfasst, bis eine dar-
unter liegende Schicht des Gravurzylinders aufge-
deckt wird, wobei die genannte darunter liegende
Schicht als Atz-Stopp dient.

7. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die genann-
ten Wande ein im Allgemeinen trapezoidférmiges
Profil aufweisen.

8. Verfahren nach Anspruch 1, wobei weiter eine
Schicht eines zweiten wandbildenden Materials, aus-
gewahlt aus der Gruppe umfassend Chrom, Nickel,
Chromlegierungen, wie Chrom-Nickel, und Kupfer,
auf dem genannten Gravurzylinder abgelagert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das genann-
te wandbildende Material hauptsachlich ausgewdhit
ist aus der Gruppe Chrom, Chrom-Nickel und Nickel.

10. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das ge-
nannte wandbildende Material eine aussere Oberfla-
che umfasst, die hauptsachlich Material besitzt, wel-
che ausgewahlt ist aus einer Gruppe Chrom und
Chromlegierungen.

11. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das ge-
nannte wandbildende Material auf den genannten
Gravurzylinder durch Plattieren zugefligt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das ge-
nannte Metall Chrom, Nickel, Chrom-Nickel oder
Kupfer ist und die genannte Metalllegierung eine
Chromlegierung ist.

13. Ein Verfahren zum Gravieren eines Gravurzy-
linders, welches Verfahren folgende Schritte umfasst:
Ablagern einer Schicht eines wandbildenden Mate-
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rials auf dem genannten Gravurzylinder, wobei das
Material aus einer Gruppe ausgewahlt wird, welche

Metall und Metalllegierungen umfasst; Auftragen ei-

ner Schicht eines Resists auf der Schicht eines
wandbildenden Materials; Bilden eines Musters aus 5
ersten Flachen und zweiten Flachen in der genann-

ten Schicht des Resists; Entfernen der ersten Fla-

chen um freigelegte Flachen, der genannten Schicht

des genannten wandbildenden Materials zu erzeu-

gen; Entfernen eines Teils der genannten Schicht 10
des genannten wandbildenden Materials angrenzend

zu den genannten freigelegten Flachen, bis eine dar-
unterliegende Schicht freigelegt ist, welche als
Atz-Stopp dient, und der entfernte Teil des genann-

ten Gravurzylinders Teile freilegt, die ungefahr den 15
genannten freigelegten Flachen entsprechen.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das ge-
nannte Muster der ersten Flachen oder zweiten Fla-
chen gebildet wird, indem die ersten Flachen oder
die zweiten Flachen einem Laserstrahl ausgesetzt 20
werden.

15. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das ge-
nannte Muster der ersten Flachen oder zweiten Fla-
chen gebildet wird, indem die ersten Flachen oder
die zweiten Flachen einer Form actinischer Energie 25
ausgesetzt werden.

16. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Ver-
fahren weiter den Schritt umfasst, dass der genannte
Gravurzylinder in ein galvanisches Bad gelegt wird
und die Polaritat des elektrischen Stroms umgekehrt 30
wird, um das genannte wandbildende Material an-
grenzend zu den genannten freigelegten Flachen zu
entfernen.

17. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die ge-
nannten Wande ein im Allgemeinen trapezoidférmi- 35
ges Profil aufweisen.

18. Verfahren nach Anspruch 13, wobei weiter
eine Schicht eines zweiten wandbildenden Materials
auf den genannten Gravurzylinder zugefiigt werden,
wobei das Material aus einer Gruppe ausgewahit 40
wird, welche Chrom, Nickel, Chrom-Nickel, Chromie-
gierungen und Kupfer umfasst.

19. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das ge-
nannte wandbildende Material hauptsachlich Material
umfasst, welches aus einer Gruppe ausgewéhlt wird, 45
die Chrom, Chrom-Nickel und Nickel umfasst.

20. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das ge-
nannte wandbildende Material eine dussere Oberfla-
che umfasst, die hauptsachlich Material umfasst,
welches aus einer Gruppe ausgewéhlt wird, die 50
Chrom und Chromlegierungen umfasst.

21. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das ge-
nannte wandbildende Material auf den genannten
Gravurzylinder durch Plattieren zugefigt wird.

22. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das ge- 55
nannte Metall Chrom, Nickel, Chrom-Nickel oder
Kupfer ist und wobei die genannte Metalllegierung
eine Chromlegierung ist.
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